
一种提高Micro LED良率的新方法

Micro LED光致发光检测系统 
C15740-01

MiNY® PL



MiNY® PL是一款使用光致发光测量方法的Micro LED晶圆检测系统

高速、非接触、无损、自动检测
Micro LED晶圆整片

三大功能
光致发光（PL）测量使之成为可能

● 检测自动光学检测 (AOI ) 无法检测到的发光和波长异常

● 实现 100 % 检测，这是电致发光 (EL) 检测无法实现的

● 允许在制造过程的前端进行检测，有助于获得更高良率

立即测量
利用“发射波长”、“发光强度”
和“外观”测量结果自动筛选晶
圆上的 LED 缺陷

外观 检测形状异常，裂纹，灰尘，划痕等

外观评分，发射波长，PL 强度将测量结果
分类为三个维度：发射波长、PL强度和外观

根据预设的阈值自动确定“好”
和“NG*”产品

* NG 代表不良品

发射波长
通过测量发射波长，可以检测
由制造缺陷引起的波长偏差。

发光强度
通过测量发光强度，可以检测
到电压异常或漏电流异常引起
的异常发光。

Micro LED晶圆

PL测量是一种非接触、非破坏性的方法，通过光激发对LED发出的光进行成像来

评估LED的特性。

MiNY®PL是一种独特的二维成像技术，可以立即计算晶圆平面上的发射波长，

而无需使用显微镜测量光谱。与分光镜光斑测量相比，可以在高速下获得面内发射波长。

为什么能实现高速、无接触、无损的100 %检测？

光致发光（PL）测量

外观评分

发射波长

PL 强度

λ- Capture

■ 测 量 原 理

“λ-Capture” 技术
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新的波长检测方法

波长检测方法

λ-capture 是一种新的波长检测技术，可以实现不需要光谱仪的
波长测量。

在对整个晶圆进行波长测量时，使用传统光谱仪进行点测量或
使用成像光谱仪进行线测量需要花费大量的时间。

λ-capture 可以使用高灵敏度的相机测量一个区域的波长，实现
整个晶圆的高速光谱测量。

将该技术用于显示器的波长管理，可以同时评估 Micro LED 的
PL 强度映射和 PL 波长映射。

高灵敏度相机

LRG 二向色镜 *

* 波长轴上的线性反射率梯度 (LRG) 二向色镜

反射光量：R
透射光量：T
二向色镜中心波长：λ0

二向色镜支持的波长宽度：A

在λ-Capture 技术中，使用了两个高灵敏度相机和一个 LRG 二向色镜。当中心波长与二向色镜的中心波长
相等时，透射信号和反射信号的光强相同。当波长向长波方向移动时，透射信号变大；当波长向短波方向
移动时，反射信号变大。

通过两台高灵敏度相机同时测量通过二向色镜的光强，可以确定其与中心波长的偏差。因此，通过一次
测量就可以同时测量光强和波长。
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未 发 现 缺 陷
以清晰图像检测芯片中的缺陷

裂纹 异常发射
（低强度）

正常发射
（高强度）

对 AOI 无法检测到的缺陷进行高灵
敏度检测

外 观 检 查 用PL测量法进行内部缺陷检测

提高 Micro LED缺陷检测精度的
新技术：
PL测量方法是一项大幅提升Micro LED缺陷检测准确率的技术

一般来说，划痕、灰尘和接线故障可以通过自动光学检查等外观检查检测到，但 AOI 无法充分检测到晶体裂纹
和 LED 芯片缺陷。

滨松光子一直致力于通过基于 PL 成像来测量“发射波长”和“发射强度”的研究，并开发了一种检测 Micro LED
半导体晶圆中晶体内部缺陷和杂质的技术。

由于 MiNY®PL 允许使用高灵敏度图像进行缺陷检测，因此可以清晰地观察微观缺陷。结合这种内部检查使用
PL 测量与外观检查，使更精确的检查成为可能。

2

放大图

通过颜色不规则性
观察发射波长变化

将发射波长转换为映射图像，
并以 ±0.5 nm的高精度检测波长变化

表 面 图 像 发 射 波 长 图 像

Micro LED 发射波长的细微变化会直接影响显示屏的颜色和亮度。在 Micro LED 的发射波长中，2 nm 的波长
变化可以被人眼识别为颜色不均。发射波长的变化是生产具有均匀色调和亮度的 Micro LED 的关键参数。

MiNY®PL 能够以高达 ±0.5 nm 的精度检测波长变化，并通过将芯片之间的发射波长差异转换为映射图像，
将晶圆内发射波长的变化可视化为颜色均匀度。这使得晶圆片质量的测定更加精确和有效。发射光谱也
可以通过使用可选的光谱分析模块来测量。

色彩不均匀

* 色调偏移 2 nm 的图像
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EL 测量法是电学和常规方法，一般被视为 led 的常用检测方法。相比之下，PL 测量方法检测的是 LED 被光子

激发时产生的发光发射缺陷。这种新方法对于每片晶圆上有大量 LED 芯片的 Micro LED 来说非常有效。

滨松光电对这两种 EL 和 PL 方法进行了详细的基准测试，用于具体的 Micro LED 检测。总之，我们确认我们可以

使用两种方法获得相同的结果。
与 EL 测量法的相关性

发射波长，PL 强度，和外观检查的
细节分析软件

PL测量方法的验证

PL强度 EL强度

相 关

PL强度测量

提高分析精度的
特征

•   支持多种芯片设计
•   兼容 rgb 的测量设置
•   质量判断引导功能

MiNY®PL 软件获取和显示外观和 PL 图像。
它同时具有提高分析准确性的性能，如各种分析支持。

可以检查几μm 大小的 Micro LED 芯片
在不同区域的缺陷。根据 PL 发光波长
和 PL 强度对每个芯片进行质量判断，
同时列出缺陷并显示。

空间分辨率：1 μm/0.5 μm
高分辨率成像支持 Micro LED，越来越小型化

确认单个芯片缺陷
质量判断窗口

兼容 4 英寸和 6 英寸晶圆
从晶圆匣连续自动测量

根据预设定芯片尺寸
和间距识别单个芯片

提高 Micro LED缺陷检测精度的
新技术：
PL测量方法是一项大幅提升Micro LED缺陷检测准确率的技术
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规格

分析选项

型号名称 C15740-01
支持的晶圆尺寸 100 mm (4英寸) 或 150 mm (6英寸)   (其他尺寸可协商)

测量时间 约 12分钟（物镜 10倍，PL 测量，4寸晶圆）
R, G, B
1 μm/像素（标准模式），0.5 μm/像素（高分辨率模式）

MiNY® PL Micro LED光致发光检测系统   C15740-01

空间分辨率

测量项目

洁净室

外部尺寸 / 重量

PL测量波长

特征(shape)异常、发光强度、发光波长

2000毫米(宽) × 1878毫米(高) × 1130毫米(深) / 约 1800公斤

兼容

• M16439-01  光谱分析模块

• M16439-02  荧光寿命分析模块

对于更详细的异常分析的选项也是可用的。
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